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Prinzipien der Im Mai 1995 verabschiedete das Technical Activities Executive Committee (TAEC) des IPC die

Standardisierung Prinzipien der Standardisierung als Leitlinie fiir die Standardisierungsbemiihungen des IPC.
Richtlinien Sollten: Richtlinien Sollten Nicht:
* Das Design fiir Herstellbarkeit (DFM) und das Design * Innovationen verhindern
fir Umweltvertraglichkeit (DFE) beriicksichtigen * Entwicklungszeiten erhchen
* Die Entwicklungszeit minimieren * Anwender von der Weiterentwicklung
¢ Sich einer einfachen (vereinfachten) Sprache bedienen ausschliefen
* Spezifikationswerte enthalten * Zykluszeiten erhohen
» Sich auf Leistungsdaten von Endprodukten fokussieren * Dem Anwender vorschreiben, wie
 Ein System enthalten fiir Rickmeldungen iiber die etwas zu tun ist
Verwendung und Verwendungsprobleme, um kiinftige * Vorgaben enthalten, die nicht durch
Ausgaben zu verbessern Daten zu rechtfertigen sind
Anmerkungen Die Richtlinien und Veréffentlichungen des IPC sind so konzipiert, dass sie der Allgemeinheit dadurch

dienen, dass sie Missverstdndnisse zwischen Herstellern und Kaufern beseitigen, die Austauschbarkeit
und Verbesserung von Produkten erleichtern und den Kéufer dabei unterstiitzen, das richtige Produkt
fiir seine Anforderungen mit minimalem Aufwand in kiirzester Zeit auszuwihlen und zu beschaffen.
Die Existenz derartiger Richtlinien und Verdffentlichungen darf in keiner Weise Mitglieder und Nicht-
Mitglieder des IPC daran hindern, Produkte herzustellen und zu vertreiben, die diesen Richtlinien und
Veroffentlichungen nicht entsprechen. Sie darf ebenfalls die freiwillige Anwendung dieser Richtlinien
und Verdffentlichungen auf nationaler oder internationaler Ebene durch Nicht-Mitglieder des IPC nicht
ausschlie3en.

Empfohlene Richtlinien und Veréffentlichungen werden vom IPC unabhingig davon verabschiedet,
ob davon Patente, Veroffentlichungen, Materialien oder Prozesse betroffen sind. Der IPC tibernimmt
dadurch weder irgendeine Haftung gegeniiber Patentinhabern noch irgendwelche Verpflichtungen
gegeniiber Dritten, die diese empfohlenen Richtlinien oder Verdffentlichungen anwenden. Die
Anwender sind in vollem Umfang selbst verantwortlich, sich gegen alle Regressanspriiche zu
schiitzen, die sich aus Patentverletzungen ergeben konnten.

Erkldrung des IPC Das Technical Activities Executive Committee des IPC betont, dass die Einfiihrung und Anwendung

zu Anderungen der  der Veroffentlichungen des IPC freiwillig ist und im Verhiltnis zwischen Kunde und Lieferant geregelt

Ausgabestéande wird. Das TAEC vertritt die Auffassung, dass bei Erscheinen einer neuen Ausgabe einer zwischen
Kunde und Lieferant vereinbarten Richtlinie oder Veroffentlichung diese neue Ausgabe nicht
automatisch anzuwenden ist, es sei denn, es ist vertraglich so vereinbart. Das TAEC empfiehlt

die Anwendung der aktuellsten Ausgabe. Verabschiedet am 6. Oktober 1998
Warum ist dieses Thr Kauf dieses Dokuments unterstiitzt die fortlaufende Entwicklung neuer und aktualisierter
Dokument Industrie-Richtlinien und Veroffentlichungen. Richtlinien fordern das gegenseitige Verstdndnis
kostenpflichtig? zwischen Herstellern, Kunden und Lieferanten. Richtlinien erméglichen es Herstellern, eine hdhere

Effizienz bei der Entwicklung ihrer Prozesse zu erreichen, wenn sie diese so ausrichten, dass sie die
Industrie-Richtlinien erfiillen. Dadurch kénnen sie ihren Kunden niedrigere Preise bieten.

Der IPC gibt jahrlich Hunderttausende Dollars aus, um die freiwilligen Mitarbeiter zu unterstiitzen,
die sich am Entwicklungsprozess der Richtlinien und Veroffentlichungen engagieren. Es werden viele
Arbeitsentwiirfe zur Uberpriifung versendet und die Komitees investieren Hunderte Stunden mit der
Priifung und Weiterentwicklung der Dokumente. Die IPC-Mitarbeiter betreuen die Aktivititen der
Komitees und nehmen daran teil. Sie gestalten die Arbeitsversionen der Dokumente, verteilen sie
und unternehmen alle Prozedurschritte, die fiir die ANSI-Freigabe (approval) erforderlich sind.

Die Mitgliedsbeitrige sind niedrig gehalten, um moglichst vielen Unternehmen eine Mitgliedschaft zu
ermoglichen. Deshalb sind die Umsitze, die durch den Verkauf der Richtlinien und Veréftentlichungen
erzielt werden, erforderlich, um die Einnahmen aus den Mitgliedsbeitrigen zu ergidnzen. IPC-Mitgliedern
wird ein Preisnachlass von 50% gewihrt. Sichern Sie sich doch diesen Vorteil bei der Beschaffung der
IPC-Richtlinien und Veroffentlichungen und profitieren Sie von den vielen weiteren Vorteilen einer IPC-
Mitgliedschaft. Weitere Informationen zur Mitgliedschaft im IPC finden Sie unter www.ipc.org oder
telefonisch unter 847/597-2872.

Vielen Dank fiir Thre kontinuierliche Unterstiitzung.
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Entwickelt durch das Thermal Stress Test Methodology Subcommittee
(D-32), des Rigid Printed Board Committee (D-30) des IPC

Die Anwender dieser Richtlinie sind aufgefordert, an der Entwicklung
kinftiger Versionen mitzuarbeiten.
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